Fabrication of Thermal Conductive Ceramic-based Printed
Circuit Board (PCB) by Laser Scanning
A PCB of high reliability, high precision and high heat dissipation

Fabrication de la Carte de Circuit Imprime (CCl) de Base Céramiq
Conductrice de Chaleur par Balayage Laser
Une CCI de hautes fiablilite, résolution et dissipation thermique

The invention deals with the fabrication of PCBs on thermal
conductive aluminium nitride (AIN) ceramic substrates using a
novel laser scanning printing method. The circuit lines are high
In precision and bond well with the ceramic substrate,
enhancing dgreatly the properties and reliability of the PCBs.
This Invention has a good application prospect in automotive
LED headlamps and other high power lighting applications.

Furthermore, this invention can be used for ceramic-metal
connection, It can strongly adhere ceramics to metals which
greatly improves heat dissipation of electronic devices. For
example, heat dissipation is a key problem in high power LEDSs,
since high temperature causes decrease of luminescent
Intensity, shift of the dominant wavelength of light, and reduction
of service life. This invention, however, can successfully resolve
the heat dissipation problem.

# High thermal conductivity (>150 W/mK)

# Significantly improved circuit precision and reliability
(minimum line width about 20 ym)

# Possible fabrication of PCBs at room temperature in air to
avoid the high temperature sintering process

* Environmentally friendly and energy-saving
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Dans la présente invention, il s’agit de CCI fabriguées de substrats
céramigues thermo-conducteurs sur la base de nitrure d’aluminium
(AIN) en employant une nouvelle methode d’'imprimerie a balayage
laser. Les lignes de circuit ont une haute précision et elles adherent
bien au substrat ceramique, ce qui ameliore considérablement les
proprietés et la fiabilité des CCI. Cette invention peut étre
appliguée dans les phares automobiles a DLE et autres
applications néecessitant un éclairage de puissance élevee.

En outre, la présente invention peut étre employee pour les
llaisons ceramique-metal car la ceramique sera ainsi fermement
adhérée sur le meétal, ce qui améeéliore considérablement la
dissipation thermique des dispositifs électroniqgues. A titre
d’exemple, la dissipation thermique est un probleme crucial dans
les DLE de haute puissance car la température elevée risque de
diminuer l'intensité luminescente, modifier la longueur d'onde
dominante de la lumiere ainsi que d’en raccourcir la durée de vie.
Cependant, cette invention a reussi a resoudre le probleme gue
pose la dissipation thermique.

# Haute conductivité thermique (>150 W/mK)

* Ameliore considérablement la précision et la fiabilité du circuit
(epaisseur minimale de ligne est presque 20 uym)

# Possibilité de fabrication des CCI a la température ambiante
en vue d’eviter le procede de frittage a haute tempeérature

# Ecologique et économe en énergie

# Carte de Circuit Imprimé (CCl) a DLE de haute puissance

# Carte de Circuit Imprimeé (CCI) a transistors IGBT de haute
puissance

# Appotronics Technology Co., Ltd (Shenzhen)

# Shenzhen Jiubo Technology Co., LTD
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